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(57)【要約】
【課題】ドリルの使用による貫通孔の形成を伴うスルー
ホール形成時に、簡便な手法によりスミアの発生の抑制
が可能となるプリント配線板の製造方法を提供する。
【解決手段】積層板１にドリルの使用による孔あけ加工
が施されることによって、前記積層板１に貫通孔４が形
成される孔あけ工程と、前記貫通孔４の内壁にスルーホ
ールメッキが施されるメッキ工程とを含む。孔あけ工程
では、まず一次孔あけ用ドリル２ａの使用により積層板
１に一次孔３が穿設される。次に、二次孔あけ用ドリル
２ｂの使用により、積層板１における前記一次孔３の形
成位置に上記貫通孔４が形成される。前記一次孔あけ用
ドリル２ａと二次孔あけ用ドリル２ｂとの径の差は、１
～１００μｍの範囲である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層板にドリルの使用による孔あけ加工が施されることによって、前記積層板に貫通孔
が形成される孔あけ工程と、
　前記貫通孔の内壁にスルーホールメッキが形成されるメッキ工程とを含み、
　前記孔あけ工程では、一次孔あけ用ドリルの使用により積層板に一次孔が形成された後
、前記一次孔あけ用ドリルより大径な二次孔あけ用ドリルの使用により積層板における前
記一次孔の形成位置に上記貫通孔が形成されるものであり、
　且つ、前記一次孔あけ用ドリルと二次孔あけ用ドリルとの径の差が、１～１００μｍの
範囲であることを特徴とするプリント配線板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スルーホールを有するプリント配線板を製造するためのプリント配線板の製
造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリント配線板にスルーホールを形成する際、従来は、積層板にドリル加工によって貫
通孔を穿設し、この貫通孔の内壁にスルーホールめっきを施すことが行われている（特許
文献１参照）。
【０００３】
　このようなドリルの使用により貫通孔が形成される際は、摩擦熱によって貫通孔の内壁
が過熱され、このため貫通孔の内壁で積層板中の絶縁性樹脂が溶融し、スミアが発生する
ことがある。特に近年、プリント配線板の多層化に伴ってスルーホールが長大化している
。このため、ドリルによる切削量が大きくなって、貫通孔の形成時に発生する摩擦熱が増
大し、スミア発生の問題が深刻化している。
【０００４】
　このように貫通孔の内壁にスミアが発生した場合、適宜のデスミア処理による貫通孔の
内壁からのスミアの除去も行われている。
【０００５】
　しかし、デスミア処理の導入は製造工程の煩雑化を招き、プリント配線板の製造効率が
著しく下がるという問題があった。
【０００６】
　また、特許文献１では、スミア発生防止のために、積層板の内層部に予め孔をあけてお
き、これにより貫通孔の形成時の抵抗を低減することも開示されている。
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載の技術では、内層材の位置合わせに煩雑な手間がかかり、ま
たスミアの発生抑制も充分ではなかった。
【特許文献１】特公昭５７－３４６８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は上記の点に鑑みて為されたものであり、本発明の目的は、ドリルの使用による
貫通孔の形成を伴うスルーホール形成時に、簡便な手法によりスミアの発生の抑制が可能
となるプリント配線板の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係るプリント配線板の製造方法は、積層板１にドリルの使用による孔あけ加工
が施されることによって、前記積層板１に貫通孔４が形成される孔あけ工程と、前記貫通
孔４の内壁にスルーホールメッキが施されるメッキ工程とを含む。
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【００１０】
　上記孔あけ工程では、一次孔あけ用ドリル２ａの使用により積層板１に一次孔３が穿設
された後、二次孔あけ用ドリル２ｂの使用により、積層板１における前記一次孔３の形成
位置に上記貫通孔４が形成される。
【００１１】
　このとき、前記一次孔あけ用ドリル２ａと二次孔あけ用ドリル２ｂとの径の差は、１～
１００μｍの範囲である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、貫通孔４の形成にあたり、一次孔あけ用ドリル２ａの使用によって形
成された一次孔３が、更に二次孔あけ用ドリル２ｂの使用により切削されることで貫通孔
４が形成されるので、二次孔あけ用ドリル２ｂの使用時に発生する摩擦熱が、一度の孔あ
け加工で貫通孔４が形成される場合よりも少なくなる。このため、簡便な手法により貫通
孔４の内壁の温度上昇が抑制され、スミアの発生が抑制される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００１４】
　積層板１としては、プリント配線板の製造に用いられる適宜のものが挙げられる。この
積層板１は、絶縁性樹脂から構成される絶縁層５と、金属箔等から構成される導体層６と
を有する。積層板１の一例としては、一面又は両面に銅箔等の金属箔が積層されたガラス
基材エポキシ樹脂積層板１が挙げられる。また、積層板１には、複数の絶縁層５と導体層
６とが交互に積層された構成を有する多層板も含まれる。このとき多層板中の絶縁層５間
に配置される導体層６は、パターニング処理が施された導体配線であっても良い。
【００１５】
　この積層板１に対し、スルーホール形成のための処理、アディティブ法やサブトラクテ
ィブ法等によるパターニング処理等の適宜の処理が施されることで、プリント配線板が製
造される。積層板１には、後述する孔あけ工程における処理を除き、プリント配線板の製
造に適用可能なあらゆる処理が施されることが、可能である。
【００１６】
　スルーホールを形成するための工程には、孔あけ工程とメッキ工程とが含まれる。孔あ
け工程ではドリルの使用により積層板１に貫通孔４が形成される。メッキ工程では適宜の
メッキ処理によって前記貫通孔４の内壁にスルーホールメッキが形成される。
【００１７】
　本発明では、上記孔あけ工程において、一次孔あけ用ドリル２ａと二次孔あけ用ドリル
２ｂという、二種のドリルが使用される。すなわち、上記孔あけ工程において、一次孔あ
け用ドリル２ａの使用による一次孔３の形成と、その後の二次孔あけ用ドリル２ｂの使用
による貫通孔４の形成とが行われる。積層板１への貫通孔４の形成に適用可能なあらゆる
形態のドリルは、一次孔あけ用ドリル２ａ又は二次孔あけ用ドリル２ｂとして採用され得
る。このため、特殊な設備が必要とされることはない。
【００１８】
　二次孔あけ用ドリル２ｂの径は、貫通孔４の内径と合致し、且つ一次孔あけ用ドリル２
ａの径よりも大きい。一次孔あけ用ドリル２ａと二次孔あけ用ドリル２ｂの径の差は、１
～１００μｍである。以下に、孔あけ工程の内容について説明する。
【００１９】
　まず、一次孔あけ用ドリル２ａの使用により、積層板１に一次孔３が形成される。一次
孔３が形成される位置は、その後に形成される貫通孔４の位置と合致する。一次孔３は、
積層板１を貫通する孔であることが好ましいが、積層板１を貫通しない孔であっても良い
。例えば、小径な一次孔あけ用ドリル２ａのドリル長が、積層板１の厚みに対して短い場
合に、積層板１を貫通しない一次孔３が形成されても良い。一次孔３が積層板１を貫通し
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ない孔である場合は、一次孔３の深さは、積層板１の厚みに対して７０％以上であること
が好ましい。
【００２０】
　また、一次孔３の形成時には、一次孔あけ用ドリル２ａは回転した状態で積層板１に押
し込まれるが、このとき、一次孔あけ用ドリル２ａが上下に複数回往復移動されることで
、一次孔あけ用ドリル２ａによる切削が複数回に分けて行われるようにして良い。この場
合、積層板１にクラックが発生することが抑制されると共に、摩擦熱による一次孔３の内
壁の温度上昇も抑制される。このとき、一次孔あけ用ドリル２ａによる切削が、例えば２
～４回に分けて行われるようにすることができる。
【００２１】
　次に、二次孔あけ用ドリル２ｂの使用により、一次孔３の形成位置に、貫通孔４が形成
される。このとき、二次孔あけ用ドリル２ｂは、既に形成されている一次孔３の内壁を切
削する。
【００２２】
　上記のようにして貫通孔４が形成されると、二次孔あけ用ドリル２ｂの使用時にこの二
次孔あけ用ドリル２ｂにかかる負荷が小さくなり、孔あけ時に発生する摩擦熱は、一種類
のみのドリルの使用によって貫通孔４が形成される場合よりも少なくなる。このため、前
記摩擦熱による貫通孔４の内壁の温度上昇量が、一度の孔あけ加工で貫通孔４が形成され
る場合よりも小さくなる。従って、貫通孔４の内壁で絶縁樹脂の溶融が生じにくくなり、
スミアの発生が抑制される。スミアの発生が効果的に抑制されるためには、一次孔３が形
成された後、一次孔３の内壁の温度が十分に低下した後に、二次孔あけ用ドリル２ｂによ
る貫通孔４の形成が行われることが好ましい。
【００２３】
　ここで、一次孔あけ用ドリル２ａと二次孔あけ用ドリル２ｂの径の差が上記のように１
～１００μｍであることは、充分なスミアの抑制、貫通孔４の形成の容易化、並びに二次
孔あけ用ドリル２ｂの使用時の摩擦熱の抑制に寄与する。これに対して、前記径の差が１
μｍに満たないと、一次孔あけ用ドリル２ａによる切削位置と二次孔あけ用ドリル２ｂに
よる切削位置の調整に過度の位置精度が要求される。また、一次孔３の形成時に一次孔３
の内壁で溶融した樹脂が、二次孔あけ用ドリル２ｂの使用時に充分に除去されず、貫通孔
４の内壁にスミアが残存するおそれもある。また前記径の差が１００μｍを超えると、二
次孔あけ用ドリル２ｂの使用時に負荷や切削量が充分に低減されず、摩擦熱の発生が充分
に抑制されないおそれがある。
【００２４】
　尚、一次孔あけ用ドリル２ａの使用により形成される一次孔３は、二次孔あけ用ドリル
２ｂにより更に切削されるため、一次孔３の内壁の性状は問われない。このため、一次孔
あけ用ドリル２ａとして採用されるドリルの選択幅が広い。例えば一次孔あけ用ドリル２
ｂとして、従来スミア抑制の目的で用いられているアンダーカット形状のドリルではなく
、位置精度の向上が見込まれるストレート形状のドリルを採用することもできる。また、
加工時間優先の条件で一次孔３が形成されても良い。
【実施例】
【００２５】
　以下、具体的な実施例を挙げることで、本発明を更に詳述する。
【００２６】
　（実施例１～５、比較例１～４）
　積層板１としては、四層の導体層６と、各導体層６の間に配置される絶縁層５とが積層
した構造を有するガラス基材エポキシ樹脂積層板（ＦＲ４）を用いた。この積層板１の絶
縁層５の厚みは中央の層で０．５ｍｍ、その両側の層で０．１５ｍｍである。また導体層
６は銅箔からなり、その厚みは３５μｍである。また、この導体層６のうち、内側の二つ
の層には、予め、エッチング処理によるパターニング処理が施されている。
【００２７】
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　この積層板１を三枚重ねた状態で、各実施例及び比較例につき、下記表１に示す径を有
する一次孔あけ用ドリル２ａ及び二次孔あけ用ドリル２ｂを使用した孔あけ工程で、貫通
孔４を形成した。但し、比較例２については、二次孔あけ用ドリル２ｂのみを使用した。
このとき、一次孔あけ用ドリル２ａと二次孔あけ用ドリル２ｂとしては、ユニオンツール
株式会社製のドリルビット（アンダーカット形状）を用いた。各ドリルの品番は、表１に
示される通りである。
【００２８】
　この孔あけ工程での一次孔あけ用ドリル２ａ及び二次孔あけ用ドリル２ｂの回転数は１
８０ｋｒｐｍ、送り速度は２．７ｍ／分である。また、一次孔あけ用ドリル２ａの使用時
には、一次孔あけ用ドリル２ａを上下に往復移動させることで、一次孔あけ用ドリル２ａ
による切削が４回に分けて行われるようにした。また、一次孔あけ用ドリル２ａの使用に
より形成される一次孔３は、積層板１を貫通する孔として形成した。
【００２９】
　次に、上記貫通孔４の内壁にメッキ処理を施して、銅からなるスルーホールメッキを形
成した。更に、積層板１の最外面の導体層６にエッチング処理を施して、導体配線を形成
し、プリント配線板を作製した。
【００３０】
　（評価）
　各実施例及び比較例において、プリント配線板の表面を、内側の一層目の導体層６が露
出するまで研磨した。この積層板１の研磨面から、スルーホールの内壁を目視で観察し、
スミアの有無を確認した。
【００３１】
　上記の手法で、各実施例及び比較例につき、それぞれ２００個の貫通孔４についてスミ
アの有無を確認し、スミアの発生が認められた貫通孔４の割合を算出した。
【００３２】
　その結果を表１に示す。
【００３３】
【表１】

【００３４】
　上記結果から明らかなように、各比較例ではスミアの発生が認められたのに対して、各
実施例ではスミアの発生は認められなかった。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施の形態の一例を示すものであり、（ａ）乃至（ｄ）は概略の断面図
である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　　積層板
　２ａ　一次孔あけ用ドリル
　２ｂ　二次孔あけ用ドリル
　３　　一次孔
　４　　貫通孔
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